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Abstract (en)
The invention relates to a process for manufacturing an electrical heating element in which the metallic heating conductors are embedded between
ceramic insulation layers, where, as power supply leads and power supply outlets, contact recesses in the ceramic insulation layers are filled with
an electrically conductive composition. The heating conductors, the power supply leads and the power outlet leads are, according to the invention,
applied to the ceramic layers in the green state as a metallising paste containing from 60 to 95% by weight of metal particles and from 5 to 40% by
weight of inorganic powder, based on the total solids content of the paste. The ceramic layers together with the applied metallising pastes are then
stacked on top of one another and then sintered. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Heizelementes, bei dem metallische Heizleiter (6) zwischen keramischen
Isolierschichten (1) eingebettet sind, wobei als Stromzuflihrungen und als Stromableitungen Kontaktierungsausnehmungen (2) in den keramischen
Isolierschichten mit elektrisch leitfahiger Masse gefilllt sind. Die Heizleiter, die Stromzufiihrungen (5) und die Stromableitungen werden
erfindungsgeman als Metallisierungspaste enthaltend 60 bis 95 Gew.-% Metallpartikel und 5 bis 40 Gew.-% anorganisches Pulver, bezogen auf den
gesamten Feststoffgehalt der Paste, auf die keramischen Schichten im Grlinzustand aufgetragen. Dann werden die keramischen Schichten mit den
aufgetragenen Metallisierungspasten Ubereinandergestapelt und dann gesintert. <MAGE>
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